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Leiterplattenhersteller aus der Luft- & 
Raumfahrtindustrie und Verteidigungstechnik 
setzen ihr Vertrauen auf Ventec’s AS9100 
Rev C-akkreditierte Lieferkette für 
hochzuverlässige Basismaterialien und 
Prepregs. Von der Herstellung bis zur 
Lieferung ist unser gesamtes qualitativ 
hochwertiges Produktportfolio von Polyimiden, 
FR4 und unserer ‘tec-speed’ Serie von High-
Speed/Low-Loss   Materialien abgedeckt. 
Ventec - Ihr strategischer Partner für Ihre 
sicherheitskritische Lieferkette!

Ventec International Group 
T: +49 (0)6352 75326-0  
E: contact@ventec-europe.com  

  Follow @VentecLaminates

Höchste 
Qualitätsstandards für 
Aerospace & Defense 
durch AS9100 Rev C 
Zertifizierung

www.venteclaminates.com 
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www.leiton.de – Die wohl umfangreichste  
Online-Kalkulation der Welt

Einfach und bequem Leiterplatten-Hochtechnologie auch 
online kalkulieren: Semiflex, Impedanzen, Aluminiumträger- 
und Aluminiumkernleiterplatten, Dickkupferplatinen, Rogers-
Hochfrequenz, Flexplatinen bis mittlere Serien – natürlich 
auch einfacher FR4-Standard – bietet LeitOn transparent, 
günstig und bequem online an – vieles auch ab 12-Stunden-
Express. Lesen Sie mehr dazu im Heft (Seite 547), wie LeitOn 
die Standards voran treibt und neue Maßstäbe im Bereich der 
Leiterplatten-Online-Kalkulation setzt. 

Titelbild

Die Fachzeitschrift PLUS  
ist das Organ folgender 
Fachverbände:

Fachverband Bauelemente  
Distribution e.V. 
Tel. +49 8563 9788908 
w.ziehfuss@fbdi.de, www.fbdi.de

559

International  
Microelectronics  
and packaging society – 
Deutschland e.V. 
Tel. +49 3677 69-3381 
martin.schneider-ramelow@imaps.de  
www.imaps.de

625

DVS – Deutscher Verband  
für Schweißen und  
verwandte Verfahren e.V. 
Tel. +49 211 1591-0 
michael.weinreich@dvs-hg.de 
www.dvs-ev.de

647

Forschungsvereinigung  
Räumliche Elektronische  
Baugruppen 3-D MID e.V. 
Tel. +49 911 5302-9100 
info@3dmid.de, www.3dmid.de

635

575
Fachverband Elektronik-Design e.V. 
Tel. +49 30 340 60 30 50 
info@fed.de, www.fed.de

Fachverband PCB  
and Electronic Systems
Tel. +49 69 6302-437 
PCB-ES@zvei.org, www.zvei.org

601

Fachverband Electronic  
Components and Systems 
Tel. +49 69 6302-276 bzw. -251 
zvei-be@zvei.org, www.zvei.org

FORSCHUNG & TECHNOLOGIE

Neue Technologien für mm-Wellen: Chancen für 5G  
und die nächsten RADAR-Generationen	 638

Entwicklung der Patentanmeldungen  
im Technologiefeld selbstständiges Fahren 	 644

Patente� 646

FORUM

Zukunftsfähiges Universaldatenformat  
für die globale, smarte Elektronikindustrie	 648

Informationsveranstaltung des FED  
zur AK-Umweltgesetzgebung	 659

Microelectronics Saxony –  
Heterogene Integration in 3D	 661

Kolumne: Hat es bei Ihnen auch gefunkt?	 668

PLUS-Firmenverzeichnis� 671

Im Heft redaktionell erwähnte Firmen� 698

Inserentenindex� 700

Mediadaten� 701

Impressum� 703

Produkt des Monats� 704

586
EIPC – Der Europäische  
Elektronik-Verband  
Tel. +31 46 4264258 
www.eipc.org


